
【攻坚】

从烤热市场到催熟企业

去年9月，在被加拿大方面长达1028天的非

法拘押后，孟晚舟终于乘坐中国政府包机抵达深

圳宝安国际机场。

那晚的宝安国际机场被中国红包围，《我和

我的祖国》响彻候机大厅。而在龙岗的天空中，还

有300架无人机，拼出了“轻舟虽晚，终回家国”等

字样。人们也开始猜测，这场风波或许是中国芯

片破解“卡脖子”问题的崭新开端。

“芯片投资从2019年开始持续变热，我们认

为，到现在进入2.0阶段，低垂的果实已经没有了，

需要精耕细作。”马东军做出这一判断。

马东军认为，目前，最早一批创业的国内芯

片企业都已上市或获得投资，接下来，投资机构

需要关注细分领域，比如上游设计需要使用EDA

（电子设计自动化）工具，中间制造和下游封测都

需专用的设备和材料，这些既是美国精准打击的

地方，也是中国比较薄弱的短板领域。

EDA软件也是中国芯片行业“卡脖子”的领

域之一。随着美国在高科技领域对中国的限制愈

演愈烈，EDA软件的自主性日益受到重视。7月29

日，华大九天在深圳创业板上市，扣非归母静态

发行市盈率为333倍，为创业板成立以来发行市

盈率最高的股票。

有专家对此分析称，在美国对华为和海康威

视等中国本土巨头实施制裁后，激发了人们对中

国国产组件的需求，反助中国芯片业火力全开，

芯片产业的增长速度超过世界其他任何地方。

关键技术领域的突围，势在必行。在过去几

十年的全球化发展过程中，不同的国家和地区顺

应着资源禀赋调整着市场分工，在取长补短中嵌

进彼此合作的全球产业链。而中国也已经走过了

草莽时代的复制和追赶，开始深耕产业的转型与

升级。

核心技术攻关首当其冲，企业和市场都是力

量。资本市场看好国产EDA软件的成长空间。据

中银国际测算，对标全球市场3%的EDA渗透率，

即EDA占集成电路市场规模的3%，国内的这一

渗透率仅为0.7%，意味着国内EDA市场有近4倍

的提升空间。

中银国际预计，未来三年，国内EDA行业有

望保持超过20%的年增速。

今年7月22日，以“硬科技”为底色的科创板

迎来开市三周年纪念日。三年时间，科创板上市

公司数量已经增长至439家，总市值突破5.5万亿

元，IPO融资额超6000亿元。

唐兴资本董事长宫蒲玲认为，过去几年，科

创板的推出改变了硬科技投资的局面，此前投资

硬科技非常孤独，收益率不如互联网投资。

数据显示，截至今年6月底，科创板集成电

路领域公司数量达61家，占A股集成电路上市公

司的半壁江山；生物医药领域上市公司总数93

家，成为美国、中国香港之外全球主要上市地；

光伏、动力电池、工业机器人等产业链也已初具

规模。

【厚积】

从砸钱到养人

凡事预则立不预则废，自下而上的市场推

动，与自上而下的政策扶持形成合力，才能生成

第一生产力。

事实上，早在2017年10月，党的十九大便把

科技创新提升到了前所未有的高度，并进一步强

调“建设科技强国”和“创新驱动发展”，党的十九

大报告更是明确提出了诸多的具体任务。

具体到行业层面，2020年我国出台《新时期

促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干

政策》，就提到采取多项财税政策等鼓励支持国

产半导体企业发展。

一年后，《关于支持集成电路产业和软件产

业发展进口税收政策的通知》，又明确了支持集

成电路产业和软件产业发展有关进口税收政策。

政策再好，归根结底，破题之法还在于人。在

华为最风雨飘摇的时候，其创始人任正非说了

这样一番话：过往在修桥、修路、修房子的问题

上，我们已经习惯了“只要砸钱就行”的模式，但

是“芯片砸钱不行的，得砸数学家、物理学家、化

学家”。

中国是芯片业的后来者，也是很多核心科技

的追赶者。不少专家学者给出的建议，在美国抽

离国际企业的形势下，我们更要继续开放和全球

合作，用好金融工具和产业政策，尽量争取国际

企业来华发展，保护好技术和人才“活水”。把中

国市场、中国标准建设成国际市场、国际标准。

2021年，我国芯片设计企业已超2800家，但

火热的半导体行业却遭遇人才缺口。

在一份来自媒体的集成电路人才状况调查

中可以发现，当前国内芯片人才总量不足，高端

芯片人才稀缺，半导体“抢人”氛围充斥，企业招

人困难。

半导体行业的人才流动“往往是一个萝卜N

个坑”，只要人才愿意动身，每个坑都可以出非常

高的价格招人，薪资平均涨幅约50%。但中国芯

片专业人才缺口预计超20万人，高薪挖人并非长

久之计。

通用智能计算芯片初创企业此芯科技（上

海）有限公司创始人孙文剑就感受到了人才竞争

的激烈。

孙文剑表示，“当我们说人才总量的时候，还

得区分这些总量里面有哪些是某一个细分领域

的人才，而每一家公司几乎都需要这样的人，这

就导致人才在目前环境下确确实实发生了太多

‘内卷’”。

去年9月，中共中央宣传部围绕“科技报

国 创新为民”的主题举行中外记者见面会，中

国科学院理论物理研究所党委书记、所长，中

国科学院院士蔡荣根也提到，现在面临“卡脖

子”的技术问题，说到底还是背后的基础理论

没有搞清楚。

为此，蔡荣根提出要加强基础研究，首先要

遵循基础研究的规律。因为基础研究具有基础

性、长期性、不可预测性和人才作用突出等特点，

要有长期稳定支持的环境。

多位业内人士表示，推进产教融合，产业底

层人才可以快速培养。手握技能，心中有火，攻坚

“卡脖子”，才能踏浪而行。

工业

增加值

2012年20.9万亿元

2021年37.3万亿元

年均增长6.3%

制造业

增加值

2012年16.98万亿元

2021年31.4万亿元

占全球比重从20%左右

提高到近30%

荩荩 中国制造业十年征程

集成电路

产业

2021年全行业销售额

首次突破了万亿元

2018-2021年

复合增长率为17%

是同期全球增速的3倍多

荩荩 科创板开市三年成绩单

7月22日，科创板迎来开市三周年

上市公司数量：439家

总市值：破5.5万亿元

IPO融资额：超6000亿元

已培育4万多家专精特新中小企

业、4762家小巨人企业。其中，专精特

新“小巨人”企业中超六成属于工业的

基础领域，超七成是深耕行业十年以

上，超八成进入了战略性新兴产业链。

荩荩“硬科技”底色凸显
（截至2022年6月底）

集成电路

领域
上中下游全产业链覆盖，同时

兼具半导体材料和设备制造等

支撑环节

公司数量：61家

生物医药

领域
治疗领域涵盖癌症、艾滋病、乙

肝、丙肝、水痘等多种疾病

公司数量：93家

荩荩 重研发特质显著

笪2021年研发投入金额：852.40亿元

笪同比增长29%

笪研发投入占营业收入比例平均值13%

笪2021年合计新增发明专利：7800余项

笪平均每家公司拥有发明专利数108项
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